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Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzeni

a studiow | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe

Jednostka prowadzaca przedmiot
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dr inz. Piotr Kurp

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotéw

Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr VI
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr VII
Wymagania wstepne
Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktéw ECTS 3
Forma prowadzenia zajeé wykiad éwiczenia Ial:;;)urrerl]to- projekt inne
studia
Liczba godzin | stacjonarne: 15 30
w semestrze studia
niestacjonarne: 9 18




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wo1

Ma uporzgdkowang wiedze z zakresu informatyki, grafiki
inzynierskiej i nowoczesnych technologii informacyjnych
wspomagajgcych rozwigzywanie réznego rodzaju zagad-
nien inzynierskich zwigzanych z mechanikg i budowg ma-
szyn.

MiBM1_WO05

W02

Ma szczegotowa wiedze na temat technik wytwarzania
czesci maszyn, w tym technik ubytkowych, bezubytko-
wych, metod spajania materiatéw uwzgledniajgc przy tym
technologie przyrostowe, laserowe, zagadnienia szyb-
kiego prototypowania oraz inzynierie odwrotng, posiada
takze podstawowg wiedze na temat budowy réznego ro-
dzaju systeméw stuzgcych do obrobki i ksztattowania ma-
teriatéw.

MiBM1_W10

W03

Ma wiedze w zakresie tworzenia oraz analizy dokumenta-
cji technicznej z elementami projektowania inzynierskiego
przy wykorzystaniu programow graficznych i obliczenio-
wych.

Ma wiedze na temat niekonwencjonalnych metod obrobki
réznego rodzaju materiatdw, w tym przy wykorzystaniu
technologii laserowych, plazmowych i innych uwzglednia-
jac przy tym zagadnienia zwigzane z konstrukcjg syste-
mow stuzgcych do tego rodzaju celéw.

MiBM1_W12
MiBM1_W20

Umiejetnosci

uo1

Potrafi Swiadomie wykorzystywac¢ oprogramowanie kom-
puterowe w obszarze mechaniki i budowy maszyn.
Potrafi zaprojektowaé prosty proces technologiczny w ob-
szarze mechaniki i budowy maszyn i dobra¢ do tego celu
odpowiednie maszyny i urzadzenia.

MiBM1_U02
MiBM1_U08

uo2

Potrafi zaprojektowa¢ zgodnie ze specyfikacja uktad me-
chaniczny z zastosowaniem komputerowego wspomaga-
nia projektowania maszyn, potrafi oceni¢ przydatnosé ru-
tynowych metod i narzedzi stuzgcych do rozwigzania pro-
stego zadania inzynierskiego o charakterze praktycznym
w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji ma-
szyn oraz wybrac i zastosowac wiasciwg metode i narze-
dzia.

MiBM1_U09

uo3

Potrafi wykonac projekt elementéw maszyn z wykorzysta-
niem oprogramowania CAD/CAM.

MiBM1_U19

Kompetencje
spoteczne

K01

Rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego doskonale-
nia (studia Il i Il stopnia, studia podyplomowe, kursy) co
prowadzi do podnoszenia kompetencji zawodowych, 0so-
bistych i spotecznych.

MiBM1_KO01

K02

Ma swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za prace wiasng, ro-
zumie koniecznos¢ podporzgdkowania sie zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za
wspolnie realizowane zadania.

MiBM1_KO04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe




wyktad

Optymalizacja proceséw obrébki laserowej i plazmowej. Zapoznanie z systemami ste-
rowania i uktadami wykonawczymi stosowanymi w urzgdzeniach do obrébki laserowej
i plazmowej. Numeryczne sterowanie obrabiarek. Podstawowe kody i rozkazy w sys-
temach sterowania Fanuc, Sinumerik, Heidenhain.

Implementacja systemu sterowania dla obrabiarki laserowej — struktura i podstawowe
rozkazy, ukfady wspotrzednych.

projekt

Studenci obowigzani sg zaprojektowaé po dwa procesy technologiczne obrébki lase-
rowej lub plazmowej. Projektowanie obejmuje ustalenie ksztattu elementu obrabia-
nego, wybor trajektorii ruchu gtowicy wzgledem materiatu, dobér parametréow techno-
logicznych i stworzenie kod sterujgcego CNC. Wykonane projekty bedg realizowane w
Laboratorium Obroébki Laserowej na dostepnych urzadzeniach laserowych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
W02 X
W03 X
uo1l X
uo2 X
uo03 X
K01 X
K03 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

FO-I’m'il Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
. . Uzyskanie minimum 50% punktéw ze sprawdzianu pisem-
wyktad zaliczenie z oceng - L .
nego obejmujgcego tresci wyktaddw.
. . . Zaliczenie indywidualnie wykonanych projektéw. Obecnosc¢
projekt zaliczenie z oceng L
na zajeciach.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Obciazenie studenta niiﬂ;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
L | Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|P|SIWIC]L|P|S h
’ studiow 15 30 9 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
<k nauczyciela akademickiego 49 31 i
Liczba punktow ECTS, ktora student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,0 1,2 ECTS
nauczyciela akademickiego
5 Liczba godzin samodzielnej pracy 26 a4 h
studenta




Liczba punktéw ECTS, ktéra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,0 1,8 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami
e o charakterze praktycznym 50 50 L
Liczba punktow ECTS, ktorg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 2,0 2,0 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca stu-
9. denta 75 75 h
10. Punkty ECTS za rr.lodu'% o ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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